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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Submodul vorgestellt,
das ausgebildet ist mit einem Substrat, mit einem Leistungs-
halbleiterbauelement, mit einer Verbindungseinrichtung, mit
einer Anschlusseinrichtung und mit einem Isolierstoffkérper.
Hierbei weist das Substrat gegeneinander elektrisch isolierte
Leiterbahnen auf, wobei auf einer Leiterbahn das Leistungs-
halbleiterbauelement angeordnet und damit elektrisch lei-
tend verbunden ist. Die Verbindungseinrichtung ist als Foli-
enverbund ausgebildet und bildet somit eine erste dem Leis-
tungshalbleiterbauelement und dem Substrat zugewandten
Hauptflache und eine der ersten gegeniiberliegenden zwei-
te Hauptflache aus, wobei das Submodul mittels der Ver-
bindungseinrichtung intern schaltungsgerecht verbunden ist.
Der Isolierstoffkorper weist einen ersten Teilkdrper auf, der
mit einem Rand des Substrats verbunden ist und weist wei-
terhin eine erste Ausnehmung fiir das Anschlusselement
auf. Der Isolierstoffkorper weist ebenfalls einen zweiten Teil-
korper auf, der als ein Druckkorper ausgebildet ist und ei-
ne zweite Ausnehmung aufweist aus der ein Druckelement —
hervorstehend angeordnet ist. Der erste Teilkdrper ist mit 442 524 58 540 310 54656 54 52
dem zweiten Teilkérper derart verbunden, dass dieser zwei-
te Teilkérper gegenliiber dem ersten Teilkérper in Richtung
zum Substrat beweglich angeordnet ist um mit dem Druck-
element auf einen Abschnitt der zweiten Hauptflache des
Folienverbund zu driicken, wobei dieser Abschnitt in Projek-
tion entlang der Normalenrichtung des Leistungshalbleiter-
bauelements innerhalb der Flache des Leistungshalbleiter-
bauelements angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine leistungselek-
tronisches Submodul mit einem zweiteiligen Isolier-
stoffkérper, der ein Gehduse ausbilden kann. Das
Submodul kann eine Basiszelle eines Leistungshalb-
leitermoduls oder eines leistungselektronischen Sys-
tems ausbilden, indem sie alleine oder in Kombinati-
on mit weiteren vorzugsweise identischen Submodu-
len den leistungselektronischen Grundbaustein des
Leistungshalbleitermoduls oder des leistungselektro-
nischen Systems bildet.

[0002] Aus dem Stand der Technik, beispielhaft of-
fenbart in der DE 10 2013 104 949 B3 ist eine Schalt-
einrichtung mit einem Substrat, einem Leistungs-
halbleiterbauelement, einer Verbindungseinrichtung,
Lastanschlusseinrichtungen und einer Druckeinrich-
tung bekannt. Hierbei weist das Substrat elektrisch
isolierte Leiterbahnen auf, wobei auf einer Leiter-
bahn ein Leistungshalbleiterbauelement angeordnet
ist. Die Verbindungseinrichtung ist als Folienverbund
mit einer elektrisch leitenden und einer elektrisch
isolierenden Folie ausgebildet und weist eine erste
und eine zweite Hauptflache auf. Hiermit wird die
Schalteinrichtung intern schaltungsgerecht verbun-
den. Die Druckeinrichtung weist einen Druckkorper
mit einer ersten Ausnehmung auf aus der ein Dru-
ckelement hervorstehend angeordnet ist, wobei das
Druckelement auf einen Abschnitt der zweiten Haupt-
flache des Folienverbunds driickt und hierbei die-
ser Abschnitt in Projektion entlang der Normalenrich-
tung des Leistungshalbleiterbauelements innerhalb
der Flache des Leistungshalbleiterbauelements an-
geordnet ist.

[0003] In Kenntnis der genannten Standes der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein leis-
tungselektronisches Submodul vorzustellen, wobei
das Submodul einfach einsetzbar ist und als Basis-
zelle einen einfachen Aufbau von Leistungshalblei-
termodulen oder leistungselektronischen Systemen
erlaubt.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf gelost
durch ein Submodul mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Bevorzugte Ausfihrungsformen sind in
den abhangigen Anspriichen beschrieben.

[0005] Das erfindungsgemale leistungselektroni-
sches Submodul ist ausgebildet mit einem Substrat,
einem hierauf angeordneten Leistungshalbleiterbau-
element, mit einer Verbindungseinrichtung, mit einer
Anschlusseinrichtung und mit einem Isolierstoffkor-
per. Hierbei weist das Substrat gegeneinander elek-
trisch isolierte Leiterbahnen auf, wobei auf einer Lei-
terbahn das Leistungshalbleiterbauelement angeord-
net und damit elektrisch leitend verbunden ist. Die
Verbindungseinrichtung ist als Folienverbund mit ei-
ner elektrisch leitenden und einer elektrisch isolieren-
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den Folie ausgebildet und bildet somit eine erste dem
Leistungshalbleiterbauelement und dem Substrat zu-
gewandten Hauptflache und eine der ersten gegen-
Uberliegenden zweite Hauptfliche aus, wobei das
Submodul mittels der Verbindungseinrichtung intern
schaltungsgerecht verbunden ist. Der Isolierstoffkor-
per weist einen ersten Teilkérper auf, der mit einem
Rand des Substrats verbunden ist und weist weiterhin
eine erste Ausnehmung fir das Anschlusselement
auf. Der Isolierstoffkérper weist ebenfalls einen zwei-
ten Teilkdrper auf, der als ein Druckkérper ausgebil-
detist und eine zweite Ausnehmung aufweist aus der
ein Druckelement hervorstehend angeordnet ist. Der
erste Teilkdrper ist mit dem zweiten Teilkérper derart
verbunden, dass dieser zweite Teilkérper gegeniber
dem ersten Teilkdrper in Richtung zum Substrat be-
weglich angeordnet ist um mit dem Druckelement auf
einen Abschnitt der zweiten Hauptflache des Folien-
verbund zu driicken, wobei dieser Abschnitt in Pro-
jektion entlang der Normalenrichtung des Leistungs-
halbleiterbauelements innerhalb der Flache des Leis-
tungshalbleiterbauelements angeordnet ist.

[0006] Selbstverstandlich kénnen, sofern dies nicht
per se ausgeschlossen ist, die im Singular genannten
Merkmale, insbesondere das Leistungshalbleitermo-
dul und damit der Druckkdrper, sowie fachiiblich das
Lastanschlusselement, mehrfach in dem erfindungs-
gemalien Submodul vorhanden sein.

[0007] Bevorzugt ist es, wenn der erste Teilkdrper
teilweise oder vollsténdig, vorzugsweise stoffschliis-
sig, vorzugsweise mittels einer Klebeverbindung, mit
dem Rand des Substrats verbunden ist.

[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der erste
Teilkdrper und der zweite Teilkdrper einstlckig aus-
gebildet sind.

[0009] Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn der erste
Teilkérper und der zweite Teilkdrper mittels eines fe-
dernden Zwischenkdérpers, insbesondere mittels ei-
ner federnden Lasche, miteinander verbunden sind.

[0010] Vorzugsweise besteht der Isolierstoffkdrper
aus einem hochtemperaturbestandigen thermoplas-
tischen Kunststoff, insbesondere aus Polyphenylen-
sulfid, und das Druckelement aus einem Silikonkau-
tschuk, insbesondere aus vernetztem Flissig-Silikon,
besteht.

[0011] Es kann bevorzugt sein, wenn auf der dem
Substrat abgewandten Seite des zweiten Teilkérpers
ein, vorzugsweise flachiger, Metallkdrper angeordnet
ist. Hierbei kann der Metallkérper kraftschlissig, vor-
zugsweise mittels einer Rastverbindung, oder stoff-
schlissig, vorzugsweise mittels einer Klebeverbin-
dung mit dem zweiten Teilkdrper verbunden sein.
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[0012] Es kann vorteilhaft sein, wenn die Anschluss-
einrichtung als Folienabschnitt und somit als Teil der
Verbindungseinrichtung ausgebildet ist.

[0013] Vorteilhafterweise kann die die Anschluss-
einrichtung als Lastanschlusseinrichtung und oder
als Hilfsanschlusseinrichtung ausgebildet ist. Eben-
so kénnen Last- und Hilfsanschlusseinrichtungen im
Submodul vorhanden sein.

[0014] Eine der Anschlusseinrichtungen kann als
Kontaktfeder ausgebildet sein und kraftschlissig und
elektrisch leitend mit dem Substrat oder der Verbin-
dungseinrichtung verbunden sein.

[0015] Eine der Anschlusseinrichtungen kann als
Pressfitkontakt ausgebildet sein und stoffschlissig
und elektrisch leitend mit dem Substrat oder der Ver-
bindungseinrichtung verbunden sein.

[0016] Eine der Anschlusseinrichtungen kann als
Metallformkdrper ausgebildet sein und kraftschlis-
sig, vorzugsweise druckkontaktiert oder stoffschlis-
sig und jeweils elektrisch leitend, vorzugsweise mit-
tels einer Sinterverbindung oder mittels einer Lotver-
bindung, mit dem Substrat oder der Verbindungsein-
richtung verbunden sein. Bei Vorliegen einer kraft-
schlissigen Verbindung kann in bevorzugter weise
die Krafteileitung auf den Metallformkdérper mittels
des zweiten Teilkdrpers erfolgen.

[0017] Es versteht sich, dass die verschiedenen
Ausgestaltungen der Erfindung einzeln oder in be-
liebigen Kombinationen realisiert sein kdnnen, um
Verbesserungen zu erreichen. Insbesondere sind die
hier und im Folgenden genannten und erlduterten
Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinatio-
nen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung einsetzbar, ohne den Rahmen der vor-
liegenden Erfindung zu verlassen.

[0018] Weitere Erlauterung der Erfindung, vorteilhaf-
te Einzelheiten und Merkmale, ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung der in den Fig. 1 bis
Fig. 4 dargestellten Ausfiihrungsbeispiele der erfin-
dungsgemalen Anordnung oder von Teilen hiervon.

[0019] Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung eines er-
findungsgemafRen Submoduls.

[0020] Fig. 2 zeigt eine Anordnung mit einer zwei-
ten Ausgestaltung eines erfindungsgemaflen Sub-
moduls.

[0021] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen dreidimensionale An-
sichten einer dritten Ausgestaltung eines erfindungs-
gemalen Submoduls.

[0022] Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung eines
erfindungsgemaflen Submoduls 1. Dargestellt ist ein
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grundsatzlich fachiiblich ausgebildetes Substrat 2 mit
einem Isolierstoffkérper 20 und hierauf angeordne-
ten jeweils elektrisch voneinander isolierten Leiter-
bahnen 22, die unterschiedliche Potentiale, insbe-
sondere Lastpotentiale, aber auch Hilfs-, insbeson-
dere Schalt- und Messpotentiale, des Submoduls 1
aufweisen. Konkret dargestellt sind hier drei Leiter-
bahnen 22 mit Lastpotentialen wie sie fur eine Halb-
briickentopologie typisch sind.

[0023] Aufzwei Leiterbahnen 22 ist jeweils ein Leis-
tungshalbleiterbauelement 24 angeordnet, das fach-
Ublich als Leistungsdiode oder als Schalter, beispiel-
haft als MOS-FET, oder als IGBT, ausgebildet sein
kann. Die jeweiligen Leistungshalbleiterbauelemen-
te 24 sind fachiblich, bevorzugt mittels einer Sinter-
verbindung, mit einer zugeordneten Leiterbahnen 22
elektrisch leitend verbunden.

[0024] Die internen Verbindungen des Submoduls
1 sind ausgebildet mittels einer Verbindungseinrich-
tung 3 aus einem Folienverbund, der alternierend
elektrisch leitende 30, 34 und elektrisch isolierende
Folien 32 aufweist. Hier weist der Folienverbund ge-
nau zwei leitende und eine dazwischen angeordnete
isolierende Folie auf. Die dem Substrat 2 zugewand-
te Oberflache 300 des Folienverbunds 3 bildet hier-
bei die erste Hauptflache aus, wahrend die gegen-
Uberliegende die zweite Hauptflaiche 340 ausbildet.
Insbesondere die leitenden Folien 30, 34 der Verbin-
dungseinrichtung 3 sind in sich strukturiert und bilden
somit voneinander elektrisch isolierte Leiterbahnab-
schnitte aus. Diese Leiterbahnabschnitte verbinden
insbesondere die jeweilige Leistungshalbleiterbau-
elemente 24, genauer deren Kontaktflachen auf der
dem Substrat 2 abgewandten Seite, mit Leiterbah-
nen 22 des Substrats. In bevorzugter Ausgestaltung
sind die Leiterbahnabschnitte mit den Kontaktflachen
mittels einer Sinterverbindung stoffschllssig verbun-
den. Selbstverstandlich kbnnen gleichartig auch Ver-
bindungen zwischen Leistungshalbleiterbauelemen-
ten 24 und zwischen Leiterbahnen 22 des Substrats
2 ausgebildet werden.

[0025] Zur externen elektrischen Anbindung weist
das Submodul 1 Last- und Hilfsanschlusselemen-
te 4 auf, wobei hier nur ein Hilfsanschlusselement
42 dargestellt ist. Dieses Hilfsanschlusselement 42
ist rein beispielhaft als Kontaktfeder ausgebildet, die
mit einem Kontaktfull mit einer Leiterbahn 22 des
Substrats 2 kraftschliissig verbunden ist. Grundsatz-
lich kbnnen auch Teile der Verbindungseinrichtung
3 selbst als Last- oder Hilfsanschlusselemente aus-
gebildet sein. Die nicht dargestellten Lastanschluss-
elemente kénnen im Ubrigen fachiiblich ausgebildet
sein.

[0026] Das eine dargestellt Hilfsanschlusselement
42, wie vorteilhafterweise auch weitere nicht dar-
gestellte Hilfsanschlusselemente und die ebenfalls
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nicht dargestellten Lastanschlusselemente sind in
Ausnehmungen 524 eines als Gehause oder Teilge-
hause ausgebildeten Isolierstoffkdrpers 5 angeordnet
und dort gegebenenfalls auch in ihrer Position fixiert
oder beweglich aber nicht verlierbar gehaltert.

[0027] Der Isolierstoffkdrper 5 selbst ist hier einsti-
ckig ausgebildet mit einem ersten Teilkérper 52, der
mit dem Rand 26 des Substrats 2 mittels einer Klebe-
verbindung verbunden ist und mit einem zweiten Teil-
kérper 54, der gegenliber dem ersten Teilkérper 52
und damit auch gegeniiber dem Substrat 2 beweglich
angeordnet ist. Zur Ausbildung der beweglichen An-
ordnung weist der Isolierstoffkdrper 5 zwei, hier als
Laschen ausgebildete, Zwischenkdrper 58 auf. Diese
Laschen weisen einen S-formigen Verlauf auf, der die
Bewegung, insbesondere in Normalenrichtung des
Substrats 2, des zweiten Teilkdrpers 54 relativ zum
ersten Teilkorper 52 erlaubt.

[0028] Der zweite Teilkorper 54 weist auf seiner dem
Substrat 2 zugewanderten Seite Ausnehmungen 546
mit darin angeordneten und geringfiigig hervorste-
henden Druckkdrper 56 auf. Diese sind dafir vorge-
sehen nach Druckbeaufschlagung auf den zweiten
Teilkorper 54 auf Abschnitte, vgl. Beschreibung zu
Fig. 2, der zweiten Oberflache 340 der Verbindungs-
einrichtung 3 zur Drucken. Diese Abschnitte fluch-
ten jeweils mit den darunter angeordneten Leistungs-
halbleiterbauelementen 24. Der zweite Teilkérper 54
ist besonders starr ausgebildet um auf ihn eingeleite-
ten Druck homogen auf die Druckkérper 56 weiterge-
ben zu kénnen. Hierzu und vor dem Hintergrund der
thermischen Belastungen beim Betrieb der Schalt-
einrichtung besteht der zweite Teilkdrper 54 aus ei-
nem hochtemperaturbestandigen thermoplastischen
Kunststoff, insbesondere aus Polyphenylensulfid. Die
Druckkoérper 56 missen im Betrieb und hierbei ins-
besondere bei unterschiedlichen Temperarturen ei-
nen im Wesentlichen konstanten Druck ausiiben kén-
nen. Hierzu bestehen die Druckkdrper 56 aus einem
Silikonkautschuk, insbesondere aus sog. vernetzten
Flussig-Silikon, auch bekannt als Liquid Silicon Rub-
ber (LSR), mit einer Shore A Harte von 20 bis 70,
vorzugsweise von 30 bis 40. Diese wird mittels ei-
nes Zwei-Komponenten-SpritzgieRverfahrens inner-
halb des zweiten Teilkérpers 54, angeordnet.

[0029] Der zweite Teilkdrper 54 weist zusatzlich ei-
nen flachigen Metallkdrper 540 auf, der hier ohne Be-
schrankung der Allgemeinheit in einer weiteren Aus-
nehmung an der dem Substrat abgewandten Seite
angeordnet ist.

[0030] Im unbelasteten Zustand, also ohne Druck
auf den zweiten Teilkérper 54 ist dieser und somit
insbesondere auch die Druckkérper 56 beabstandet
vom Substrat 2 mit angeordneten Leistungshalblei-
terbauelementen 24 und mit der Verbindungseinrich-
tung 3.
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[0031] Fig. 2 zeigt in Explosionsdarstellung eine An-
ordnung mit einer zweiten Ausgestaltung eines erfin-
dungsgemalien Submoduls 1. Dargestellt ist hier ein
Submodul 1, das sich von demjenigen gemaf Fig. 1
unterscheidet durch einen unterschiedliche Ausge-
staltung des Hilfsanschlusselements, das hier als
Pressfitkontakt 44 ausgebildet ist, und durch ein Feh-
len des Metallkdrpers des zweiten Teilkérpers 54 und
durch eine zusatzliche Beschichtung 36 der vom Sub-
strat 2 abgewandten Oberflache der Verbindungsein-
richtung 3. Diese Beschichtung 36 kann einerseits
als Verguss oder andererseits als zusatzliche Folie
ausgebildet sein und dient insbesondere dem Schutz
vor Feuchtigkeit. Diese Beschichtung wird hier der
Verbindungseinheit 3 selbst zugerechnet, sodass die
Oberflache der Beschichtung somit die Oberflache
340 der Verbindungseinrichtung 3 ausbildet.

[0032] Zusatzlich dargestellt in dieser Anordnung ist
eine Kihleinrichtung 6, wie sie fachuiblich ist zur War-
meabfuhr aus den Leistungshalbleiterbauelementen
24 des Submoduls 1. Hierzu wird das Submodul 1
auf der Oberflache der Kihleinrichtung 6 angeordnet,
wobei hierzu fachiiblich eine Warmeleitpaste 60 zwi-
schen Substrat 2 und Kihleinrichtung 6 angeordnet
ist. Die Kiihleinrichtung 6 ist hier nur beispielhaft, oh-
ne Beschrankung der Allgemeinheit, als Luftkihlein-
richtung ausgebildet.

[0033] Rein schematisch ist noch eine Druckeinleit-
einrichtung 7 dargestellt, die Druck auf die dem Sub-
strat 2 abgewandte Oberflache des zweiten Teilkor-
pers 54 einleitet. Durch diese Druckeinleitung wird
der zweite Teilkdrper 54 gegentber dem ersten, der
mit dem Rand 26 des Substrats 2 verbunden und so-
mit gegen dieses in Normalenrichtung des Substrats
2 unbeweglich ist, in Richtung des Substrats 2 ge-
drickt. Somit werden die Druckkérper 56 auf die Ab-
schnitte 342 der Oberflache 340 der Verbindungsein-
richtung 3 gedruckt, die mit den Leistungshalbleiter-
bauelementen 24 fluchten. Vorzugsweise, wie auch
dargestellt, Uberlappt der Abschnitt 342 der Verbin-
dungseinrichtung 3 auf den Druck eingeleitet wird in
der Projektion nicht die Flache 240 des jeweils zuge-
ordneten Leistungshalbleiterbauelements 24.

[0034] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen dreidimensiona-
le Ansichten einer dritten Ausgestaltung eines erfin-
dungsgemaflen Submoduls 1, wobei Fig. 3 das Sub-
modul vollstéandig, allerdings ohne Lastanschlussele-
ment zeigt, wahrend Fig. 4 einen Schnitt durch das
Submodul zeigt.

[0035] Dargestellt ist einerseits das im Grunde fach-
Ubliche Substrat 2 mit angeordneten Leistungshalb-
leiterbauelementen 24 und einer Verbindungseinrich-
tung 3, wie zu Fig. 1 beschrieben, zur internen schal-
tungsgerechten Verbindung des Submoduls 1. Hier-
bei Uberdeckt die Verbindungseinrichtung 3 die Leis-
tungshalbleiterbauelemente 24 so dass diese nicht
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direkt sichtbar sind, sondern unter den jeweiligen gro-
Ren rechteckigen Abschnitten der Verbindungsein-
richtung angeordnet sind. Hier sind vier IBGTs, er-
kennbar an den Rechtecken mit Gatezuleitungen 344
und zwei hierzu antiparallel geschaltete Freilaufdi-
oden, erkennbar an den Rechtecken ohne Gatezu-
leitung, die gemeinsam eine Halbbriickenschaltung
ausbilden, angeordnet.

[0036] Beabstandet hiervon dargestellt ist der Iso-
lierstoffkdrper 5, einstlickig ausgebildet mit einem
ersten Teilkérper 52, einem zweiten Teilkérper 54
und zwei diese verbindenden Zwischenkérper 56,
die hier wiederum als S-férmige Laschen ausgebil-
det sind. Der erste Teilkérper 52 bildet einen Rah-
men um das Substrat 2, auf dessen Rand 26 der un-
tere Rand 520 des ersten Teilkérpers 52 zu liegen
kommt und vorteilhafterweise dort noch mittels einer
Klebeverbindung verbunden ist. Zudem weist der ers-
te Teilkdrper 52 noch einen Deckelbereich auf, der
das Substrat 2 teilweise Uberdeckt. In diesem Deckel-
bereich sind eine Mehrzahl von Ausnehmungen 524
angeordnet, in denen die Anschlusselemente ange-
ordnet sind. Fachublich sind hier Last- 40 und Hilfs-
anschlusselemente 42 vorgesehen, wobei in Fig. 3
nur die Hilfsanschlusselemente dargestellt sind.

[0037] Das in Fig. 4 dargestellte Lastanschlussele-
ment 4 ist rein beispielhaft als Metallformkérper aus-
gebildet, der mit einem Kontaktfull mit einer Leiter-
bahn 22 des Substrats 2 stoffschllssig, vorteilhafter-
weise ebenfalls mittels einer L6t- oder Sinterverbin-
dung, verbunden ist.

[0038] Der zweite, gegenliber dem ersten in Rich-
tung auf das Substrat 2, also in dessen Normalenrich-
tung, bewegliche Teilkérper 54 weist an seiner dem
Substrat abgewandten Seite einen aufliegenden Me-
tallkorper 540 auf, der mittels einer Rasteinrichtung
58, ohne Beschrankung der Allgemeinheit ausgebil-
det mit einem Schnapphaken und zwei Anschlagele-
menten 544, auf dem Isolierkérper des zweiten Teil-
korpers 54 fixiert ist. Dieser Metallkérper 540 dient
der Stabilitat und der gleichméaRigen Druckverteilung.

[0039] In Fig. 4 zuséatzlich sichtbar sind die Druck-
korper 56 des zweiten Teilkdrpers 54, sowie ein ei-
nem dieser Druckkdrper 56 zugeordneter Abschnitt
342 der Verbindungseinrichtung 3, auf den dieser
Druckkdrper bei Druckbeaufschlagung auf den zwei-
ten Teilkérper Druck einleitet.
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Patentanspriiche

1. Leistungselektronisches Submodul (1) mit ei-
nem Substrat (2), einem hierauf angeordneten Leis-
tungshalbleiterbauelement (24), mit einer Verbin-
dungseinrichtung (3), mit einer Anschlusseinrichtung
(4) und mit einem Isolierstoffkorper (5),
wobei das Substrat (2) gegeneinander elektrisch iso-
lierte Leiterbahnen (22) aufweist und auf einer Lei-
terbahn (22) das Leistungshalbleiterbauelement (24)
angeordnet und damit elektrisch leitend verbunden
ist,
wobei die Verbindungseinrichtung (3) als Folienver-
bund mit einer elektrisch leitenden (30, 34) und einer
elektrisch isolierenden Folie (32) ausgebildet ist und
somit eine erste dem Leistungshalbleiterbauelement
(24) und dem Substrat (2) zugewandten Hauptflache
(300) und eine der ersten gegeniiberliegenden zweite
Hauptflache (340) ausbildet und wobei das Submo-
dul (1) mittels der Verbindungseinrichtung (3) intern
schaltungsgerecht verbunden ist,
wobei der Isolierstoffkérper (5) einen ersten Teilkor-
per (52) aufweist, der mit einem Rand (26) des Sub-
strats (2) verbunden ist und eine erste Ausnehmung
524 fir das Anschlusselement 4 aufweist
wobei der Isolierstoffkorper (5) einen zweiten Teilkor-
per (54) aufweist, der als ein Druckkdrper ausgebildet
ist und eine zweite Ausnehmung (546) aufweist aus
der ein Druckelement (56) hervorstehend angeordnet
ist und wobei
der erste Teilkérper mit dem zweiten Teilkérper derart
verbunden ist, dass dieser zweite Teilkdrper gegen-
Uber dem ersten Teilkdrper in Richtung zum Substrat
beweglich angeordnet ist um mit dem Druckelement
(56) auf einen Abschnitt (342) der zweiten Hauptfla-
che (340) des Folienverbund zu driicken, wobei die-
ser Abschnitt in Projektion entlang der Normalenrich-
tung des Leistungshalbleiterbauelements (24) inner-
halb der Flache (242) des Leistungshalbleiterbauele-
ments (24) angeordnet ist.

2. Submodul nach Anspruch 1, wobei der erste
Teilkérper (52) teilweise oder vollstandig, vorzugs-
weise stoffschliissig, vorzugsweise mittels einer Kle-
beverbindung, mit dem Rand (26) des Substrats (2)
verbunden ist.

3. Submodul nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der erste Teilkorper (52) und der
zweite Teilkdrper (54) einstlickig ausgebildet sind.

4. Submodul nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei der erste Teilkdrper (52) und der
zweite Teilkérper (54) mittels eines federnden Zwi-
schenkorpers (58), insbesondere mittels einer fe-
dernden Lasche, miteinander verbunden sind.

5. Submodul nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei der Isolierstoffkdrper (50) aus einem
hochtemperaturbestéandigen Kunststoff, insbesonde-

711

2017.03.02

re aus Polyphenylensulfid, und das Druckelement
(56) aus einem Silikonkautschuk, insbesondere aus
vernetztem Flussig-Silikon, besteht.

6. Submodul nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei auf der dem Substrat (2) abgewand-
ten Seite des zweiten Teilkdrpers (52) ein, vorzugs-
weise flachiger, Metallkdrper (540) angeordnet ist.

7. Submodul nach Anspruch 6, wobei der Metall-
korper (540) kraftschliissig, vorzugsweise mittels ei-
ner Rastverbindung (542), oder stoffschliissig, vor-
zugsweise mittels einer Klebeverbindung, mit dem
zweiten Teilkdrper (54) verbunden ist.

8. Submodul nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei die Anschlusseinrichtung (4) als
Lastanschlusseinrichtung (40) und/oder als Hilfsan-
schlusseinrichtung (42, 44) ausgebildet ist.

9. Submodul nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei die Anschlusseinrichtung (4) als Fo-
lienabschnitt und somit als Teil der Verbindungsein-
richtung (3) ausgebildet ist.

10. Submodul nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
wobei die Anschlusseinrichtung (4) als Kontaktfeder
(42) ausgebildet ist und kraftschliissig und elektrisch
leitend mit dem Substrat (2) oder der Verbindungs-
einrichtung (3) verbunden ist.

11.  Submodul nach einem der Anspriiche 1 bis
8, wobei die Anschlusseinrichtung (4) als Pressfitkon-
takt (44) ausgebildet ist und stoffschlissig und elek-
trisch leitend mit dem Substrat (2) oder der Verbin-
dungseinrichtung (3) verbunden ist.

12.  Submodul nach einem der Anspriiche 1 bis
8, wobei die Anschlusseinrichtung (4) als Metallform-
korper (40) ausgebildet ist und kraftschlissig, vor-
zugsweise druckkontaktiert oder stoffschlissig und
jeweils elektrisch leitend, vorzugsweise mittels einer
Sinterverbindung oder mittels einer Létverbindung,
mit dem Substrat (2) oder der Verbindungseinrich-
tung (3) verbunden ist.

13. Submodul nach Anspruch 12, wobei bei Vorlie-
gen einer kraftschlissigen Verbindung die Krafteilei-
tung auf den Metallformkdrper (40) mittels des zwei-
ten Teilkdrpers (54) erfolgt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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